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Abstract (en)
[origin: WO8802182A1] A method of manufacturing integrated circuits in which a number of conductive test structures (7) for monitoring
electromigration are formed at different points on the wafer on which the integrated circuits (1) are being manufactured. Electrical connections (5)
are formed between the test structures (7) on the wafer, and the resistance of the current path constituted by the structures (7) and connections (5) is
monitored to determine whether any of the test structures (7) have failed.

Abstract (fr)
Dans un procédé de fabrication de circuits intégrés, on contrôle l'électro-migration en formant un certain nombre de structures de test conductrices
(7) en différents points sur la tranche sur laquelle sont fabriqués les circuits intégrés (1). On établit des connexions électriques (5) entre les
structures de test (7) disposées sur la tranche et on contrôle la résistance du trajet du courant constitué par les structures (7) et par les connexions
(5) afin de déterminer si une panne de l'une ou l'autre des structures de test (7) est intervenue.
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